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二、内容简介
　　半导体产业作为现代信息技术的核心支撑，在全球范围内经历了快速的发展和深刻的变革。近年来，随着摩尔定律逐渐逼近物理极限，半导体制造技术开始向三维结构、新材料和新工艺方向探索。硅基芯片仍然占据主导地位，但氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等宽禁带半导体材料因其优异的电学性能和耐高温特性，正在逐步应用于高频高效电力电子器件中。此外，极紫外光刻（EUV）技术和高密度封装技术的进步显著提升了芯片集成度和功能复杂性。政策支持对于半导体产业发展起到了至关重要的作用，各国纷纷出台补贴措施、研发激励政策，以增强本国在全球产业链中的竞争力。
　　未来，半导体行业的发展将集中在智能化、绿色化和多功能集成三个方向。市场调研网认为，一方面，借助人工智能（AI）和机器学习算法，半导体设计可以实现更加精准的模拟仿真，缩短产品开发周期；另一方面，通过推广低功耗架构和技术手段，如异构计算、近阈值电压操作等，可以有效降低能耗并提高能效比。随着物联网（IoT）、5G通信等新兴应用领域的崛起，半导体将与传感器、微控制器等其他电子元件紧密结合，提供更加个性化和智能化的服务体验。

第一章 全球半导体的发展分析
　　第一节 全球半导体设备市场分析
　　　　一、日本连续成为最大市场
　　　　二、晶圆处理设备占主导地位
　　　　三、美日厂商垄断半导体设备产业
　　　　四、美国半导体设备巨头加速布局中国太阳能领域
　　　　五、半导体设备市场稳中有升
　　第二节 全球半导体供应商并购分析
　　　　一、LSI完购杰尔
　　　　二、知识产权协作促进并购
　　　　三、全球半导体并购风潮持续
　　第三节 全球集成电路发展分析
　　　　一、规模迅速扩大，竞争愈加激烈
　　　　二、产业链演变，细分与多元共存
　　　　三、晶圆产能猛增，亚太地位上升
　　第四节 全球IC技术与产业发展方向分析
　　　　一、IC技术继续按摩尔定律向前发展
　　　　二、IC进入纳米制造技术和SoC时代
　　　　三、硅含量增加并呈“硅周期”特点
　　　　四、数字消费类电子产品成为主角
　　　　五、半导体照明和太阳能电池是重要方向
　　　　六、半导体工业结构不断变化
　　第五节 日本和韩国发展半导体产业的主要政策和措施
　　　　一、日本发展半导体产业的主要政策和措施
　　　　二、韩国发展半导体产业的主要政策和措施

第二章 中国半导体产业链分析
　　第一节 半导体产业链概况
　　第二节 中国半导体产业链的矛盾分析
　　　　一、设计业：难以突破的渠道瓶颈
　　　　二、制造业：难以拒绝的退税诱惑
　　　　三、支撑业：难以逾越的政策壁垒
　　第三节 中国半导体产业面临挑战分析
　　第四节 中国半导体产情况分析
　　　　一、消费市场
　　　　二、研发设计
　　　　三、制造/封测

第三章 中国半导体发展分析
　　第一节 中国半导体发展现状
　　　　一、消费电子产品成半导体市场驱动力
　　　　二、我国半导体支撑业仍需提速
　　　　三、产业仍处成长期保持平稳快速发展
　　　　四、信息化与工业化的融合为半导体产业发展带来新契机
　　　　五、国内企业市场占有率偏低
　　　　六、产业规模急剧扩大
　　　　七、技术水平不断提升
　　　　八、政策支持创造良好发展环境
　　　　九、中国半导体市场将领先全球
　　第二节 中国半导体设备发展分析
　　　　一、太阳能设备将是最大亮点
　　　　二、合作发展应对高额研发费用
　　　　三、产业链继续向中国转移
　　　　四、后发优势寄望技术创新
　　　　五、本土半导体设备业发力全球主流采购体系
　　第三节 中国半导体市场运行分析
　　　　一、终端渐趋饱和半导体市场增速放缓
　　　　二、封测业直逼高端支撑业本土企业供给低
　　　　三、消费电子成应用热点
　　　　四、IC产业走向平稳快速增长
　　第四节 中国半导体创新分析
　　　　一、自主创新成为主旋律
　　　　二、以设计带动创新
　　　　三、用市场促进创新
　　　　四、营造创新环境
　　　　五、集成整合是中国半导体创新之路
　　第五节 中国半导体投资分析
　　　　一、半导体新一轮投资热潮起
　　　　二、中国半导体产业投融资平台的构建

第四章 中国集成电路发展分析
　　第一节 2007年我国集成电路发展及预测分析
　　　　一、2007年IC封测业增幅最大
　　　　二、2007年我国集成电路产业发展特点
　　　　三、2007年我国集成电路净进口值超过千亿美元
　　　　四、2011年我国集成电路市场规模将突破1万亿元
　　　　五、未来几年中国集成电路增长率预测
　　第二节 国内外集成电路技术发展现状及差距
　　　　一、集成电路设计技术
　　　　二、集成电路芯片制造技术
　　　　三、集成电路封装技术
　　　　四、集成电路测试技术
　　第三节 “十一五” 集成电路面临的形势
　　　　一、集成电路技术发展趋势
　　　　二、集成电路市场分析
　　　　三、集成电路产业面临的环境

第五章 功率半导体分立器件发展现状、发展趋势及投资风险分析
　　第一节 功率半导体分立器件产业发展现状
　　　　一、功率半导体器件行业发展现状
　　　　二、国内外功率半导体分立器件市场需求现状
　　第二节 功率半导体分立器件发展趋势
　　　　一、功率半导体分立器件发展趋势概述
　　　　二、未来3—5年功率半导体分立器件技术发展趋势
　　　　三、未来功率半导体分立器件应用市场发展趋势
　　　　四、未来功率半导体分立器件应用市场走势对技术及产品发展的影响
　　　　五、未来功率半导体分立器件市场竞争对产业转移的影响的趋势分析
　　第三节 投资功率半导体分立器件项目风险分析
　　　　一、功率半导体分立器件产品生产流程与工艺
　　　　二、功率半导体分立器件芯片生产线装备构成
　　　　三、5英寸芯片生产线建设项目投资估算
　　　　四、产品成本测算和行业经营财务状况简介
　　　　五、进入功率半导体分立器件产品领域投资风险提示
　　　　六、生产功率半导体分立器件5英寸生产线现价及潜力评估

第六章 高端半导体封装细分与晶圆芯片制造业发展分析
　　第一节 高端半导体封装细分市场分析
　　　　一、高端应用促使封装向高档发展
　　　　二、整体技术水平有差距
　　　　三、明确目标把握细分市场
　　第二节 晶圆芯片制造业发展分析
　　　　一、全球芯片制造业趋向两极分化
　　　　二、产业链向中国大陆转移将继续
　　　　三、谨慎对待12英寸晶圆制造

第七章 中国半导体发展趋势及对策分析
　　第一节 中国半导体产业趋势分析
　　第二节 半导体技术向低耗能发展
　　第三节 中国半导体产业将进入高增长期
　　第四节 中国半导体产业发展对策
　　第五节 (中智林)中国半导体产业新策略
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